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Abstract (en)
Circuit boards with conductor tracks having good adhesion are obtained by chemically or mechanically removing the cladding from the substrate
boards which are clad with copper foil on both sides, activating and, optionally, sensitising them, providing them with a 0.05-2.0 mu m thick layer
composed of nickel, cobalt, manganese, or a nickel/iron or nickel/cobalt mixture in an electroless metallisation bath, applying a 0.5-5.0 mu m thick
copper layer in a subsequent copper bath and building up the conductor pattern thereon by standard semi-additive methods.

Abstract (de)
Leiterplatten mit gut haftenden Leiterbahnen erhält man, wenn man die Basisplatten, die beidseitig mit Kupferfolien kaschiert sind, chemisch oder
mechanisch von dieser Kaschierung befreit, aktiviert, gegebenenfalls sensibilisiert, in einem stromlosen Metallisierungsbad mit einer 0,05 -2,0 µm
starken Schicht aus Nickel, Kobalt, Mangan, einem Nickel/Eisen-oder Nickel/ Kobalt-Gemisch versieht, in einem darauffolgenden Kupferbad eine
0,5-5,0 µm dicke Kupferschicht aufbringt und darauf nach üblichen Semiadditivmethoden das Leiterbild aufbaut.
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